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前言

　　本书是电工、电子、通信、计算机、自动控制等各专业通用的电子技术基本技能训练教材之一，
是按实验课单列的设计而编写的。
本书贯彻了以能力为本位的教学思想。
　　电子元器件是电子技术中的基本元素。
任何一种电子装置都由这些电子元器件合理、和谐、巧妙地组合而成。
特别在近年来传统电子元器件更新换代、新型元器件层出不穷的情况下，客观地说，不了解这些元器
件的性能和规格，就难以适应当代电子技术的发展要求。
因此，编者认为电子技能的基本功应以了解元器件为起点。
在教学方式的构思上，编者以贯彻培养职业能力、倡导教学创新于始终，希望把学、教、练三者有机
地融合起来。
　　本书是在《电子技能实训基础--电子元器件的识别和检测》（第2版）基础上修订而成，《电子技
能实训基础--电子元器件的识别与检测》第1版自2005年出版以来，已销售4万多册，初步得到了社会
的认可。
通过具体的教学实践，编者认识到本书内容尚存在许多不足之处，因此对其进行了修订。
与之前相比减少了总学时，删减了重复的内容，并且增加了新的元器件介绍。
此次修改使得本书内容更加丰富、更加贴近实际，版面也更加合理。
　　需要说明的是，本书的二十二项技能训练相对独立，讲授的次序可由教师根据教学实际情况自行
决定。
另外，一套元器件可同时安排多班示范教学，因此，本书设计的教学成本极低。
本书图文并茂、通俗易懂、比较实用，亦可作为广大电子爱好者的自学读物。
　　特别强调的是，本教材并没有提供所有练习题的答案，学生可通过上网、查找图书资料或向老师
请教的方式解决不懂的问题。
　　本书大部分的技能训练都配有相关的元器件实物彩图，已经做成PPT，可以从人民邮电出版社的
网站上下载。
教师可以对照实物彩图PPT组织教学。
　　编写课改教材是高等职业学校的一个崭新课题，本书借鉴德国基于工作过程开发的方法，对课程
的结构和内容进行了探索和研究。
鉴于编者水平、经验有限，书中难免存在不妥之处，敬请读者批评指正。
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内容概要

　本书是在《电子技能实训基础——电子元器件的识别和检测》(第2版)基础上修订而成的，主要介绍
了十几类常用电子元器件的分类、性能、参数，以及如何应用等方面的知识，同时比较详细地介绍了
电子元器件的检测方法。
内容包括电阻器、电容器、电感器、变压器、半导体元件、开关与接插件、保险元器件、继电器、集
成电路、石英晶振和陶瓷元器件、敏感元器件、片状元器件等电子元器件。
全书图文并茂并配有大量的实物图，这是本书的一大特色。
本书可供高职院校电子信息类专业及相关专业作为教材使用，同时也可作为其他职业学校或无线电短
训班的培训教材，对于电子爱好者来说也不失为一本较好的自学读物。
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章节摘录

　　5.焊接须知　　（1）掌握焊接的热量和焊接的时间。
若电烙铁没有达到足够的热度，就不能急着去焊元器件，因为此时焊锡没有充分熔化，焊接表面粗糙
且颜色暗淡，稍一用力焊点就会断裂，造成虚焊。
另外，此时锡在焊点上熔化很慢，若元器件、印制焊盘和烙铁接触的时间较长，就会使热量过多地传
导到印制焊盘和元器件上去，导致印制电路板焊盘翘起、变形，甚至会损坏元器件。
焊接时间过长的主要原因是电烙铁的功率和加热时间不够或被焊元器件的表面不干净，应根据实际情
况进行分析并解决。
　　（2）焊接过程的把握。
将经过镀锡处理的元器件找准焊孔后插入，焊脚在印制电路板反面透出的长度不得小于5mm，然后将
烙铁及焊丝同时凑到焊脚处加热，待焊锡熔化，浸润在焊脚周围并形成大小适中、圆润光滑的焊点时
将烙铁向上迅速抽出，不要让烙铁头在铜箔上拖动游移。
焊点形成后，焊盘的焊锡尚未凝固，此时不能移动焊件，否则焊锡会凝成砂粒状，使被焊物件附着不
牢，造成虚焊；另外也不要对焊锡吹气使其散热，应让它自然冷却。
若将烙铁拿开，焊点带不规则的毛刺，则说明焊接时间过长。
这是焊锡汽化引起的，需雷新焊接。
　　⋯⋯
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